
請購需求說明單 

 

Item MicroLED 探針卡載具與晶圓微米級對位技術開發需求說明 

1 一、服務目的 開發適用於 MicroLED 晶圓量測之探針卡載具、顯微影像及

微米級對位技 術，以提升探針卡與晶圓電極之定位及量測效率 

2 二、技術服務內容 開發 MicroLED 探針卡承載機構。 (規範在 CPC 探針

卡) 建立晶圓顯微影像擷取。 開發探針卡與晶圓之座標校正及微米級對位

流程。 

3 三、技術規格 影像畫素：500 萬畫素以上。 顯微放大倍率：10×。 成像

視野：至少 1.3 mm × 1.1 mm。 取樣解析度：0.53 µm/pixel 或更佳。 

照明方式：同軸白光 LED 或同等效果 

4 四、交付成果 MicroLED 探針卡載具及調整功能。 晶圓影像辨識與微米

級對位功能。 附操作說明文件。 

 

 

 

 


